TEKNiK SARTNAME-Sputter Kaplama Sistemi

Sistem Tanimi: Yari iletken, optoelektronik, sensér ve kaplama teknolojilerinde kullanilan
metalik, dielektrik ve yari iletken ince filmlerin vakum altinda RF ve DC gli¢ kaynaklariyla
sputter yontemiyle kaplanmasi i¢in kullanilacaktir. Sistem, ¢cok hedefli, tam otomatik ve
yazilim kontrollG bir yapida olmalidir.

1. GENEL SARTLAR

- Sistem en az 4” wafer ile uyumlu olmalidir.

- Sistem hem RF hem de DC kaynaklarla ¢alisabilmelidir.

- Minimum 4 ayri hedefe ayni anda baglanti saglanmali, prosesler arasinda otomatik
gecis yapilabilmelidir.

- Otomatik gaz kontrolli, vakum ayari ve receteye dayali islem kontrolii yapilmalidir.
- Kurulum, devreye alma ve egitim yiiklenici tarafindan saglanmaldir.

2. TEKNIK OZELLIKLER
2.1 Vakum Odasi ve Sistem Sasisi

- Blyuk 6n kapakh ve paslanmaz ¢gelik yapi olmalidir.

- ig yuizeyler icin ¢ikarilabilir paslanmaz celik liner bulunmalidir.

- Gozlem penceresi ve shutter sistemi ile donatilmis olmalidir.

- Odada minimum 120 °C’ye kadar arka duvar isitmasi yapilabilmelidir.

2.2 Vakum Sistemi

- Turbo pompa en az 700 |/s kapasiteye sahip olmalidir.
- On pompa kuru tip olmali ve en az 30 m3/h kapasiteye sahip olmalidir.
- Nihai vakum en az 5x1077 mbar olmalidir.

2.3 Plazma Basing ve Gaz Kontrolii

- Basing reglilasyonu icin motorize kelebek vana ve yliksek hassasiyetli kapasitif sensér
(0.1 Torr — 107> Torr) olmalidir.

- Gaz besleme en az 3 adet MFC (Ar, N, O,) yapisina sahip olmalidir, her biri igin tam
aralik ve +0.5% dogruluk olmahdir.

-Otomatik ve manuel gaz giris valfleri bulunmahdir.

2.4 Sputter Katotlari ve Gii¢ Kaynaklari



- En az 2” hedef ¢apina uygun ve 4 adet magnetron kaynak olmalidir.

- Her bir kaynak icin gaz dusu, shutter ve bagimsiz su sogutma hatti olmalidir.

- RF Gu¢ Kaynagi en az 300 W, 13.56 MHz, otomatik eslesme (matching network) agi ile
olmaldir

- DC ve Pulsed DC Gli¢ Kaynagi 1 kW degerine kadar c¢ikis glicti saglayabilmelidir.

- Pulse Frekansi 10-120kHz degerlerinde galisabilmelidir.

- RF/DC segici anahtar (1 giris / 2 cikis), PLC kontrolli olmahdir.

- 2 DC kaynaklar kullanilarak co-sputter islemi yapilabilmelidir.

- 1 DC ve 1 RF kaynak kullanilarak co-sputter islemi yapilabilmelidir.

- 02 gazi kullanilarak ile reactive sputtering (reaktif kaplama) yapilabilmelidir.

2.5 Kalinlik Olgiim Sistemi

- QCM tabanli gift kristalli film kalinlik ve hiz kontrol sistemi olmalidir
- 6 MHz altin kapl kristaller, su sogutmali sensér basliklari olmalidir
- Receteye entegre kalinlk takibi ve shutter kontroli yapilmahdir.

2.6 Substrat Sahasi ve Isitma

- En az 4” wafer icin donel substrat tablasi, 0—-30 rpm arasi ayarlanabilir hiza sahip
olmahdir.

- Wafer/Ornek sicakhigi 800°C’ye kadar kontrollii olarak cikarilabilmelidir, PID kontrolli,
en fazla +1°C sapmaya sahip olmalidir.

- En az 20mm Motorize Z hareketi.

2.7 Elektrik Kabini ve Yazilim

- Dokunmatik ekrana sahip olmalidir, PLC kontrolli olmalidir.

- Otomatik vakum, gaz, sicaklik ve film kalinhgi yonetimi yapilabilmelidir.
- 100 farklh recete yazilabilmeli ve her biri en az 50 adim icerebilmelidir.
- Kullanici tanimlanabilmelidir.

- Veri kayit ve grafiksel analiz (CSV/log) 6zelligine sahip olmalidir.

- Operator alaninda acil durum butonu bulunmalidir.

3. PERFORMANS KRITERLERI

- Baz vakum < 5 x 1077 mbar olmalidir.
- Film kalinhk sapmasi en fazla £1% olmalidir.



- Isitma sicakligl sapmasi en fazla +1°C olmalidir.

4. GARANTI VE SERVIS

- Sistem minimum 24 ay garanti kapsamina sahip olmalidir.

- Teknik destek 10 yil boyunca sunulmahdir.

- Ariza durumunda en ge¢ 10 giin icinde miidahale edilebilecegine dair belge
sunulmalidir.

- Egitim ve kurulum hizmeti teklif kapsaminda verilmelidir.

5. TESLIMAT VE EGIiTiM

- Cihazin kurulumu, testleri ve ilk kullanici egitimi yiklenici tarafindan saglanmalidir.
Kurulum sonrasi yerinde egitim en az 2 glin olmalidir.

- Teslimat siiresi en fazla 10 Ay’t gegmemelidir.

- Egitim belgeleri, kullanici kilavuzlari ve bakim dékiimanlari Tiirkce ve/veya ingilizce
olmahdir.



